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Eéta invencidn se refiere a composiciones de
resina epoxidica y a agentes de curado para las mismas.
M&s particularmente, se refiere a composiciones nuevas y
Gtiles de resina epoxidica que se caracterizan por cua-
lidades mejoradas de aislamiento eléctrico bajo alto vol-
taje.

Con el desarrollo de maguinaria electrodinémica
que opera a voltajes cada vez mayores, ha surgido una
correspondiente necesidad de materiales aislantes eléc-
tricos que satisfagan requisitos méds rigurosos tales como
la capacidad de trabajar a temperaturas de funcionamiento
més altas y a voltajes que producen efecto corona, todo
ello con pérdidas eléctricas que se mantengan en un mini
mo. Hablando en términos generales,es relativamente fé-:
cil encontrar materiales aislantes eléctricos tales como
materiales resinosos, etcétera, que posean una o varias
de las cualidades deseables de aislamiento eléctrico que
se buscan para el funcionamiento de la maquinaria elée- :
trica de alto voltaje. En camblo, rara vez se encuentran’
en un solo material aislanteeléctrico un conjunto de pro
piedades que lo hagan adecuado por s{ solo para unas cogi
diciones de operacidn tan rigurosas. Por ejemplo, las_re;
sinas de silicona en general se caracterizan por una re-
sistencia muy satisfactoria a la descarga luminoéa. Sin
embargo, a temperaturas elevadas durante un periodo de
tiempo, tales siliconas forman con frecuencia materialesf
cauchoides que tienen una temperatura de deformacidn porf
el calor relativamente baja, lo que da por resultado ba-:
jas resistencias a la traccién,fa la flexién y a la com-f

presién, y en definitiva, el fallo bajo los esfuerzos
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mecinicos a los que se ven sometidas en el equipo girato—'
' rio moderno.
De lo anterior se deduce evidentemente aue
' existe una clara necesidad de aislamiento eléctrico que
5 combine en un material una resistencia adecuada a los,
diversos esfuerzos eléctricos y mecénicos que se experi-
mentan en las miquinas electrodindmicas de alto voltaje.
Inesperadamente, se ha encontrado que resi-
nas epoxidicas curadas con ciertas composiciones de or-
10 . ganoestafio son muy adecuadas para propbésitos de aislamien
to eléctrico, bien sea como tales o en cintas y simiiares,
las cuales no solamente son resistentes a la descarga
luminosa bajo esfuerzos de alto voltaje, sino que ademés
poseen una temperatura de deformacién por el calor muy
15 . elevada con sus satisfactorias cualidades fisicas acom-.
pafiantes tales como resistencia a la traccién, resisten-
cia a la flexién; etcétera, y que poseen al mismo tiempo
un factor de disipacidn o pérdidas muy bajo a temperatu-
ras y voltajes elevados, y resistencia al deterioro por

i

20 . descarga luminosa.

Hablando en términos generales, los compues-j
tos de organoestafio de la presente invencidn se utilizan?
. con resinas epoxidicas en cantidades comprendidas entre i

aproximadamente 20 y 120 partes en peso, ¥ preferiblemen{

+

25 ; te 80 partes en peso por cada 100 partes de resina epoxi?
dica. Puede utilizarse también material adicional &cido |
o anhidridos. ' ;

Puede utilizarse cualquiera de entre cierto.
nimero de materiales de organoestafio, especificamente ma-!

teriales organoestannoicos, tales como el éxido o mate-
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riales que producen el éxido, en relacién con la presen-

s
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i
Uy

te invencién.

En términos generales, se prefieren 6ridos
y combinaciones de dialcchilestafio y diarilestafio, in-
cluyendo tipicamente, 6xido de dimetilestafio, dxidc de
butil-propilestafio, 6xido de dihexilestafio, 6xido de di-
fenilestaflo, 6xido de di(k-metilfenil)estafio, éxido de
fenilbutilestatio, y andlogos. Pueden utilizarse otros ma-
teriales de organoestaiio tales como ésteres tipificados
por el acetato, propionato y laurato, entre otros, y ha-
luros tales como el cloruro, bromuro y yoduro, los cua-
les proporcionan una féhcil entrada del estafio en la com-
posicién orgénica.

El resto que contiene el estafio se hace reac
cionar con un material orginico de caricter acidico o
anhidrido para formar el material endurecedor o de reti-
culacién de la resina epoxidica. Entre tales materiales
4cidos que son dtiles se encuentran los Acidos sebacico,

succinico, glutérico, adipico, pimélico, subérico, aze-

laico, 4cidos grasos dimerizados insaturados tales como

el Acido Dimeroc de Emery Chemical's “Empol 1010%, y los
&cidos isoftélico y tereftélico. Se pueden emplear 4ci-
dos carboxilicos que posean otros grupos funcionales or-
génicos tales como materiales de funcidén amina come el
4cido £ -amino caproico, écidd p-amino benzoico, &cido
m-amino benzoico, &cido glutdmico, y metionina. Pueden
utilizarse también &cidos carboxilicos con funcién hi-
droxilo, tales como el &cido p-hidroxibenzoico, 4cido m-z
hidroxibenzoico, &cido 7-hidroxiheptanoico, y A&cido 4- :

hidroxi-4 -carboxibifenilo. Entre los anhidridos que se.
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pueden utilizar se encuentra el aducto de anhidrido ma-
leico con metilciclopentadieno, conocido como "Nadic
Methyl Anhydride", fabricado por Allied Chemical Company,
anhidrido hexahidroftélico, anhidride ft&lico, anhidrido
tetrahidroftilico, anhfdrido metilsuccinico, anhidrido
dodecenilsuccinico, anhidrido "Alkendic", anhidridos
polimeros tales como poli({anhidrido poliazelaico), anhi
drido cloréndico, anhidrido tetrabromoftélico,'etcétera..
A partir de una consideracidén de lo que antecede, ctros
materiales adecuados podrédn ser deducidos por los exper-
tos en la técnica. '

En términos generales, el material de orga-
noestafio se hace reaccionar con el material acidico en
proporciones equimoleculares, si bien pueden emplearse
excesos hasta del cincuenta por ciento de cualquiera de
los materiales. Los ejemplos que siguen ilustran la pre-
paracién de los presentes materiales de reticulacidn o
curado de organoestafio.

Ejemplo 4

Una mezcla de 303 g. (1,5 moles) de &cido
sebdcico y 373,5 g (1,5 moles) de 6xido de dibutilesta-
fio en 1050 g. de benceno se agité y calenté a reflujo en
un matraz conectado a un colector Dean -Stark. Al cabo
de 4,5 horas a 72-832C, se habian recogido en el colec-

tor 26 g. (teérico, 27 g.) de agua, y los sélidos inicial

t
1

mente presentes se habian disuelto casi por completo.
Se filtré la mezcla de reaccién para separar los 0,5 g. i
remanentes de material insoluble, y el filtrado se des- ;
tildé a la presién atmosférica y a vacio para separar el f

disolvente dejando un aceite transparente, amarillo—ana—f

oo 371133
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: ranjado que solidificé a la temperatura ambiente y se

convirtié en un liquido que fluia libremente a lZOQC;:El

contenido de estafio del producto era de 26,7% a 27,6%5

Ejemplo B

Este ejemplo ilustra la preparacién de un
producto de la reaccidén entre el éxido de butilestafiv y
el &cido p-aminobenzoico. Una mezcla de 249 g (1,0 mo-
les) de 6xido de dibutilestafio y 27k g (2,0 moles) de
4cido p-aminobenzoico en 1050 g de benceno se agitd y ca-
lenté en un matraz conectado a un colector Dean-Stark.
Al cabo.de 2 horas  a 70-802C, se recogieron 17,5 g (18 g
tedrico) de agua en el colector y se f£iltré la mezcla
de reaccién para separar una pequefia cantidad remanente
de sélidos. Se destild el f£iltrado a la presidén atmosfé-
rica ambiente y luego a vacio para eliminar el benceno,
dejando un aceite amarilloc que se solidificdé en un mate-
rial vitreo a la temperatura ambiente y eristalizé luego‘
lentamente para formar cristales blancos muy grandes. So;
metido el material al andlisis infrarrojo, se comprobé |
1a inexistencia de éxido de dibutilestafio o Acido p-aming
benzoico sin reaccionar. ELl producto de la reaccidn era
un liquido que flufa libremente a 1602C, y el contenido
de estafio era2,9% a 23,7%.
Ejemplo C

Este ejemplo ilustra la preparacién de un
material de reticulacién de resinas epoxidicas a partir '

de la reaccién de éxido de dibutilestafio y &cido p-hi-

droxibenzoico. Una mezcla de 249 g (1,0 moles) de 6xido

de dibutilestafio y 276 g (2,0 moles) de écldo p-hidro-

e~ 37113
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~ xibenzoico en 600 g de benceno se agité y calent6é en un

matraz con un colector Dean-Stark. Al cabo de 3,5 horas a

~ 71-819C, se habian recogido 17,5 g (tedrico, 18 g) de agua.

Se filtré la mezcla de reaccién para separar 1 g de mate-

rial no disuelto, y el filtrado transparente de color an-

bar palido se destilé a la presién atmosférica y bajo va-
cio para eliminar el disolvente. El residuo remanente de
aceite amarillo claro solidificé en un material vitrec a
la temperatura ambiente, y tenia un contenido de estafio
de 22,8 a 23,6% basado en el contenido de estafio del
6xido de dibutilestafio. Se convirtié en un liquido a una

temperatura de 1502C aproximadamente.

Ejemplo D

Este ejemplo ilustra la preparacién de un
agente de reticulacidén a partir de 6xido de dibutilesta-
fio y "Nadic Methyl Anhydride" (NMA). Una mezcla de 500
g (2,81 moles) de "Nadic Methyl Anhydride" y 125 g (0,50
moles) de éxido de dibutilestafio se agité y calentd, di- )
solviéndose el 6xido de dibutilestafio a una temperatura '
de 1289C aproximadamente. Se agit6é la mezcla de reaccidn :
durante 2 horas méis a 128-lh390, dando un aceite trans- |
parente, de color &mbar palido, que se solidificé a la
temperatura ambiente en un s6lido céreo blando y que se
licud a 1002C aproximadamente. El contenido de estafio
del producto, basado en el contenido de estafio del 6xido %

de dibutilestafio utilizado era de 9,3 a 9,6%.

Ejemplo E

Este ejemplo ilustra la preparacién de un

371133
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; agente de reticulacién a partir de "Nadic Methyl Anhydrideﬁ
~ y 6xido de dibutilestafio. Una mezcla de 375 g (2,11 moles)
" de "Nadic Methyl Anhydride" y 250 g (1,00 moles) de éxido

de dibutilestafio se agité y se calenté durante una hore
aproximadamente a 75-1602C y después durante 1,25 horas

a 161-173°C. El aceite transparente de color &mbar pro-
ducido se solidificé a la temperatura ambiente en un s6-
lido céreo que se volvid fluido a 1252C aproximadamente.
El contenido de estafio del producto, basado en el conteni-
do de estafio del éxido de dibutilestafio, fue de 18,6 a
19,2%.

Cualquiera de las resinas epoxidicas o de
etoxilina usuales que poseen grupos epoxidicos en posi-
cién 1,2, son ttiles en relacién con la presente inven-
cidn. Se incluyen las usuales resinas époxidicas de di-
glicil-éter de bisfenol-A, asi como las derivadas de
poliolefinas o glicéridos o aceites. Entre otras rési-
nas epoxidicas utiles se hallan las denominadas resinas
de novolaca epoxidicas y las resinas epoxidicas ciclo-
alif4ticas. Tales resinas son bien conocidas en la técni-:
ca, y algunas se indican, por ejemplo, en lzs patentes
2.324.483; 2.444.3333 2.494.295; 2.500.600; y 2.511.913.
Pueden utilizarse también mezclas de resinas epoxidicas.
Entre las resinas epoxidicas especificas utilizadas de
modo ejemplar en los siguientes ejemplos se hallan Epon 828
de la Shell Chemical Company, que es un diglicidil-éter
1{quido de bisfenol~A que tiene un peso equivalente de
epbéxido comprendido entre 185 y 192. Epon 100l es un pro-§
ducto de reaccidn de bisfenol-A y diglicidil-éter, normali

mente sélido, fabricado por Shell y que tiene un punto de

371153
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fusién comprendido aproximadamente entre 65 .y 759, y un

| peso equivalente de epéxido de 1,50-550.

Las resinas de novolaca epoxidicas estén

' representadas tipicamente por Dow DEN 438, que tiene una

" funcionalidad de epéxido de 3,6 y un peso equivalente de

epbxido de 175-182. Este material puede representarse por

i la férmula

OCHpCH - CHy OCH,CH - CHy

\/

CHy

n

b

Muy Gtiles en relacibn con la presente invencién son las
resinas epoxidicas cicloaliflticas que tienen grupos epo-
x{dicos 1,2, las cuales estan representadas tipicamente
por ERLA 4221, que tiene un peso equivalente de epéxido

de 126 a 140, fabricada por Union Carbide Plastics Company,

y que tiene la siguiente formulacién

0

|

C-0CHy

Todavia otra resina epoxidica util es CY-175

(Ciba Products Company), que tiene un peso equivalente dé

9-371133
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epbxido de 160 aproximadamente, y que se representa por la

0 CH2 - 0 \ 0
CH .
CH2 - 0

En el curado de las diversas resinas epoxidi-

férmula

cas'con las composiciones de organoestafio, se fundié el
material de organoestaiio, broduciéndose generalmente tal
fusidén a temperaturas comprendidas entre aproximadamente
100 y 1609C, en cuyas condiciones dichas composiciones
eran fhicilmente solubles en las resinas epoxidicas calen
tadas a 80-1502C, permaneciendo transparentes las solu-
ciones cuando se enfriaron a la temperatura ambienté. To~
das las muestras se curaron durante 15 horas a 1602C, a
fin de establecer unas condiciones uniformes de trata-
miento. No obstante, debe tenerse en cuenta que para mu-
chos de los ejemplos son enteramente adecuados tiempos de

curado mis cortos y temperaturas de curado més bajas.

Ejemplo 1

En la Tabla I siguiente se muestran diversos
resultados obtenidos cuando se curd la resina epoxidica
ERLA 4221 con una mezcla del producto de la reaccién de
éxido de dibutilestafio y Acido sebéecico del Ejemplo A con
"Nadic Methyl Anhydride" (NMA) para acelerar el curado,
expreséndose todos los materiales en partes en peso, como
se indica. Se indica en la tabla el factor de degradacién

después del curado como se indica arriba a diversas tempg

0 3711353
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raturas, y la termodistorsién del material a 18,6 kg/bmz,

utilizando muestras de 12,5 cm x 12,7 mm x 12,7 mm de

acuerdo con ASTM D 648-56. La desviacién de 25k micras

se tomé como la temperatura de termodistorsi6én. También se
5 indican en la tabla las resistencias a la traccidn y el

alargamiento para los materiales arriba citados.
TABLA T

Partes en Partes en Partes en

10 peso Peso Peso
ERLA 4221 30 30 30
Bu,Sn0-sebécico (Ejem-

plo A) 30 30 30
NMA 10 20 30
15 ; Contenido de Sn 11,4-11,8% 10,0-10,4% 8,9-9,2%
Temperatura 2C Factor de degradacién (Tan 53
25 0,0010 0,001,  0,0017
t 75 0,0030 0,002L  0,0076
20 i 100 0,004 0,0029 0,017
; 125 0,015 0,012 0,040
150 0,038 0,033 0,048 ,
Desviacién en Micras Termodistorsién a 18,6 kg/cm?, |
Temp. 2C. é
25 25,4 75 90 %
| 127 91 103 83 |
| 10 (HDT) 254 99 112 g |

Resistencia a la traccién
a 2590 317 Kg/cm? 302 Kg/cm?

30 * Alargamiento de Rotura 1,9%

1,89
26.9.69 -1l - 37??&3
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. el tipo anterior de composiciones, utilizlndose muestras
é de un espesor de 762 micras con un ensayo de efecto corona

_ con electrodo de punta de aguja a 1052C en el aire a 3000

ciclos/seg. y 2500 volts con un interespacio de aire de
381 micras. En la Tabla II siguiente, que muestra los,re-.
sultados de tales ensayos de efecto corona, se incluyen
resultados obtenidos con otros materiales tipicos comer-

cialmente asequibles a fines de comparacidn.

TABLA II

Muestra Tiempo Medio

de Fallo
Epon 1001 —N-aminoetilpiperazina 17 horas
ERLA 4221-resina fendlica BRPA 5570 33 horas
Poli(tereftlato de etileno) 21 horas
Poliimida aromdtica 41 horas
ERLA 4221 BuzsnO-sebécico NMA
30 partes 30 partes (Ej.4) 10 partes 4055 horas
30 partes 30 partes (Ej.A) 30 partes 2889 horas
Cau cho de silicona l&s de 5.000 horas

Se observari en la Tebla II anterior, que la resistencia
a la descarga luminosa de los presentes materiales es mu-
chisimo mayor que la de otros materiales tipicos con la
excepcién del caucho de silicona. Sin embargo, se apre-
ciaré, como se ha indicado arriba, que si bien el caucho:
de silicona posee una resistencia quimica satisfactoria,
su deformacidn por el calor y su resistencia fisica pue-

" E 371183
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! den dejar mucho que desear en los cascs en que se requieren

 tales caracteristicas.

. Ejemplo 2

5 ‘ En la Tabla III siguiente se indica el factor
de degradaci6én y las caracteristicas de termodistorsién
del material de resina epoxidica cicloalifética, CY-175,
curado con &xido de dibutilestafio-&cido seblcico y "Nadic

Methyl Anhydride®.

10 | TABLA III
Partes en Partes en Partes.
Peso Peso en Peso
CY 175 : 30 30 30
BuZSnO—Sebécico (Ej. 4) 30 30 30
15 NMA 10 20 30
Contenido de Sn 11,4-11,8% 10,0-10,4% 8,9-9,2%
Temperatura, 2C Factor de Degradacién (60 ciclos,
' (Tan &) 10 vPM)
20 25 0,0075 No determinado 0,001
100 ' 0,0023 0,021
130 0,019 0,036
155 0,05k 0,09
25 . Desviacién en micras Termodistrosién a 18,6 Kg/bmz, Tem—g
: peratura 9C !
j
25 4 81 85 72 |
127 93 99 83 !
254 (HDT) 104 109 91

26.9.69 '13“371?33



% Ejemplo 3
: Se prepararon piezas coladas muy duras, trans-
| parentes y de color &mbar, que eran extremadamente tenaces.
5 " e incaombustibles, curando una resina epoxidica, especifica-
- mente Epon 828, con el producto de 6xido de dibutilestafio-
4cido seblcido del Ejemplo A, junto con cantidades catali-
ticas de 2-etil-4-metil-imidazol (EMI)}. El factor de disi-

. paeidén y la termodistorsidén de diversas composiciones de

10 . tales materiales se indican en la Tabla IV a continuaciédn.

TABLA IV

Partes en Partes en Partes en Partes

Peso Peso Peso en Peso
15  Epon 828 50 50 60 60
‘ BuZSnO-sebécico
(Ej. A) 50 50 40 40
EMI 1,5 2,5 1,5 2,5
Contenido de Sn 13,2-13,6%  13,0-13,5% 10,5-10,9% 10,4-10,8%
20 Factor de Degradacién
Tan d (60 ciclos,
2520) 0,0030 0,0032 0,0030 0,0032 -

Termodistordén a 18,6 Kg/cm?

25 6520 569G 759G 7186

' Ejemplo 4

Se obtuvieron también resinas utiles utili-
" zando como agente de curado el producto de reaccién de

30 - 1,5 moles de éxido de dibutilestafio y un mol de &cido sebd

26.9.6 - 14 - -
" 374133
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cico que habfan reaccionado anélogamente al procedimiento

del Ejemplo A. El material de organoestafio contenia de

31,2 a 32,2% de estafio. Una pieza colada preparada a par-

tir de 30 partes de resina epoxidica ERLA 4221, 30 partes

del material de dibutilestafio-4cido sebdcico y 30 partes

" de "Nadic Methyl Anhydride™ tenia un factor de degradacion

a 60 ciclos de 0,001l a 252C; de 0,0047 a 1002C; de 0,018

a 130%C, y de 0,043 a 1559C.
. Ejemplo 5

El producto de reaccidn del &éxido de dibutil
estafio con el &cido p-amino-benzoico del Ejemplo B se
fundié a 1602C y se mezclé a continuacién con Epon 828 &

DEN 438 en las proporciones indicadas en la Tabla V a con

- tinuacién. Las soluciones de resinas transparentes perma-

' necian transparentes después de enfriarse a la tempera-

tura ambiente y se curaron como arriba a sSlidos duros,
transparentes, tenaces, de color &mbar, que tenian facto-
res de degradacién y caracteristicas de termodis torsidn

como se indica en la Tabla V a continuacidn. 1

Contenido de
sn 9,2-9,5%  10,3-10,7% _ 9,5-9,8% 8,6-8,9%

*“371153f

TABLA V

#1 #2 3 e

Partes en Partes en Partes en Parte%

Peso Peso Peso en Peso

Epon 828 59,9 i
Den 438 55 58,6 62,5?
BuySn0-acido-p- E
aminobenzoico %
(Ej. B) 40,1 45, Wab o 3745
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§ Temperatﬁra ' -. - Factor de Degradacién
; oc Tan d (60 ciclos, 10 vpm)
25 No deter- 0,0037 No deter- 00,0041
100 minado 0,0022 minado 0,0029
130 0,0016 0,0021
155 0,0042 0,001
175 0,028 0,0041
: Pesv%gfién en Micras giimodistiziién a %256 Kg/cmzi’é‘?mperaturaﬂci
. 127 133 152 168 164
(HDT) 254 - 140 - 158 172 169

Ejemplo 6. E1 producto de reaccidén dibutilestafio-&cido p-

- amiﬁobehioico del Ejemplo B se combind con las resinas

" epoxidicas Epon 828 y DEN 438 en las proporciones indica-

das en la Tabla VI a continuacidn, siendo los materiales

" resultantes muy duros y teniendo las otras caracteristicas’

" que se indican en la Tabla VI siguiente.

TABLA VI
Partes en Partes en
Peso Peso
Epon 828 59,9
DEN 438 58,6
‘ Buy8n0~4cido p-aminobenzoico
(Ej. B) 40,1 L1,4
Contenido de Sn 9,2-9,5% 9,5-9,8%
Resistencia a la Traceién _
a 252C, Ke/em® 345 260
| % Alargamiento a la rotura 2,4 1,4
7 Resistencia a la Flexién a
2590, Kg/em? 675 985

En la Tabla VII siguiente se muestra. una compa- T
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racién de las resinas epoxidicas del Ejemplo 6 anterior

con otras resinas epoxidicas tipicas y otros materiales rg
sinosos en lo que se refiere a la resistencia a la descar?
ga luminosa, que se determiné de la misma manera que en el

caso de la Tabla II anterior.

TABLA VII
Muestra . Tiempo Medio de Falle
Epon 1004 - Poli(&cido poliéster) 18 horas
Epon 1001 - N-aminoetilpiperazina 17 horas

ERLA 4221 - Resina fenélica BRPA 5570 33 horas
Poli(tereftalato de etileno) 21 horas
Poliimida aromética 41 horas
Epon 828 (59,9 partes) - Bu,Sn0 -
Acido p;aminobenzoico (Ejemplo B) ’
(40,1 partes) 116} horas
DEN 438 (58,6 partes) - BupSn0 - Acido
p-aminobenzoico (Ejemplo B) (41,k

partes) , 891 horas :
Caucho de silicona _ M&s de 5.000 horas i
Ejemplo 7 :

El producto de reaccidén éxido de dibutil-
estaﬁo-écid& p-hidroxibenzoico del Ejemplo C se fundié
por calentamiento a 150%C, y se mezcld en-diversas pro=
porciones don resinas epoxidicas como se muestra en la
Tabla VIII a continuacién, calentdndose también dichas

resinas a 100-1502C. Las resinas, una vez curadas como

se ha indicado arriba, produjeron sélidos tenaces, duros,

transpartentes, de color amarillo. En el caso del™Nadic

Methyl Anhydride", se encontrdé que disolviendo 20 partesf

371133



de este material y 80 partes del material del Ejemplo C i
. se rebajaba el punto de fusién del endurecedor combinado
E de tal manera que el mismo podfia mezclarse con resinas
| epoxfdicas a 75-1002C. En la Tabla VIII a continuacidn se
5 E muestra el factor de degradacién correspondiente a diversas
‘ combinaciones de los materiales anteriores.
TABLA VIIT
Partes Partes Partes Partes

en Peso en Peso en Peso en Peso

10 ERLA 4221 25 30
" Epon 828 30
.DEN 438 30
%BuZSnO-écido p-hidroxi-
benzoico (Ejemplo C) 25 20
15 ' BupSnO-&cido p-hidroxi-
" benzoico (Ejemplo C) 20 20
NMA (20%)
Contenido de Sn ll,h-ll,g% 9;2‘9911—% 7,3'7,6% 7+3=7,6%
20 Temperatura Factor de Degradacidn
oc Tan o (60 ciclos, 10 vpm)
25 0,0032 0,0029 0,0039 0,0030
75 0,0070 0,0032 0,0037 0,0036
100 0,018 0,0045 0,0053 00,0041
25 . 125 0,083 0,056 0,0094 0,0099
' 155 0,12 0,15 0,045 0,048
-Ejemplo 8
30 En la Tabla IX siguiente se muestran los f acto- '

26,9.69 | -18-37'é ‘353
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'res de degradacién de combinaciones del producto de reac-
" ¢ién de éxido de dibutilestadio y "Nadic Methyl Anhydride"
~del Ejemplo D con diversas resinas epoxidicas que se indi-
| can. DB8 es un acelerador y es un producto de la Argus Che-

5 mical Company.

26.9.69 , - 19
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- Ejemplo 9
Se prepararon también resinas epoxidicas cura-.
f das Utiles, tenaces, transparentes, de color &dmbar, por
j reticulacién del material epoxidico con el producto de
| reaccién de éxido de dibutilestafio-"Nadic Methyl Anhydride"
del Ejemplo E. El factor de degradacidén correspondiente &
diversas combinaciones de estos materiales se muestra en |

la Tabla X siguiente.

10 7 TABLA X
| : Factor de Degradacidén en Funcidn de la Temperaturs
~ Epon 828 50 60
. NMA-BupSnO (Ejemplo E) 50 140
é 2~Etil-4-metilimidazol 1,5 1,5
15 . Contenido de Sn, % 9,2-9,5 753=7,6
: Temperatura, 2C Factor de Decradacién (60 eiclos, 10 vpm)
é 25 0,0033 0,0032
f 75 0,0030 0,0029
20 ; 100 0,0033 0,0033

5 En la Tabla XI siguiente se muestran las carac- ;

ter{sticas de termodistorsién de diversas combinaciones de

resina epoxidicas y el material de 6xido de dibutilestaiio-
"Nadic Methyl Anhydride" del Ejemplo D. ‘

25 ?

371133
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Se producen, asi, pues, por la presente in-
f vencién endurecedores de resinas epoxidicas y resinas
1 epoxidicas curadas con los mismos, las dltimas de las
%cuales son materiales tenaces, duros, transparentes, homo-
;géneos, que no se degradan por la accién de las temperaturas
‘altas y que son resistentes a los dafios del efecto corona.
fSe preparan ficilmente piezas coladas de gran tamafio y exen
‘taé de espacios vacios a partir de dichos materiales , de-
bido a que no se forman materias volétiles en absoluto du-
‘rante la reaccién de curado. Los materiales, debido a la
gpresencia de compuestos de organoestafio, tienen propiedades
5fungicidas. Las composiciones de resina epoxidica descritas
"aquf pueden utilizarse como adhesivos, recubrimientos, com{
ipuestos para encapsulado e imbibicién en resina, como ais-
éladores en aplicaciones de alto voltaje, como aglutinantes :
;para cintas micéceas y de otros tipos, como aglomerantes yj
iproductos preimpregnados y otras estructuras laminadas, y :

. en aplicaciones de enrollado de filamentos. Los materiales

 pueden cargarse ficilmente con cargas bien conocidas en

caso deseado, y pueden formularse para formar polvoé de

i

moldeo y polvos de lecho fluidizado.

Esta solicitud que corresponde a la presenta{

}

. da en los Estados Unidos de América, el dia 3 de Septiem-

bre de 1.968, bajo el n? 757.168, se acoge a los beneficioé
del articulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Indus-

trial.

- REIVINDICACIONES -

Los puntos de invencién, propia y nueva, que

2o 371133
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. se presentan para que sean objeto de esta solicitud de}ﬁﬁgﬁﬂﬁ

. ~Patente de Invencién en Espafia por VEINTE efios, son los

siguientess
1l.-Un procedimiento pars preparar agentes de cu-
rado pare resinas epoxidicas{ que comprende mezclar un

material de Srgano-estefio, siendo dicho materisl de -

; organo-estaﬁo un dxido de drgenc-estafio, un éster de -

. érgeno-estafic o un haluro de drgano-estafio o un material

acf{dico orgénico, siendo dicko materiel acfdico organi-
co un dcido dicarboxflico y un deido carboxflico con fun-
¢idn aming, un anhfdrido de decido carbox{lico de 1los :
mismos 0 sus mezcles, y calentar la mezcla del material
de drgeno-estafio y el materiel defdico orgénico hasta - :
une temperatura de al menos 709C, aproximademente.

2.-Un procedimiento seghn la reivindicacién 1,:

en el cual el material de Srgano-estafio es éxido de dibu-

- tilestafio, acetato de dibutilestafio o dicloruro de dibu-

tilestafio.

3.~Un procedimiento de curar una resina epoxidi-

ca, que comprende mezclar de 10 g 120 partes en peso, apfo-

" ximadamente, del producto de reaccidén de las reivindica~

ciones 1 6 2 con aproximadamente 100 partes en peso de

una resina epoxfdica.

4,-Un procedimiento segin la reivindicacidn 3,:

: en el cugl estdn presentes 80 partes en peso del producto

" de reaccidn de las reivindicaciones 1 & 2.

5e.-Un procedimiento pars preperar agentes de cu-
rado pars resinas epox{dicas. :

Tal y como se ha descrito en lg Memoria que ané

t
1

tecede y con los fines que se han especificados
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Esta Memoria consta de veinticinco hojas escri-
‘tas a méquina por una sola caras '
Hadrid, (RERAH

P.A.
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